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時間 :  2026/04/08 三 13:10-13:25地點 : 國立斗六高級中學演講 : 陳調鋌電郵 :  ting0928223296@gmail.com



 
  
 

陳調鋌 ( 學經歷 )
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我的小二導師 :   林見昌台灣數學家



 AI   照片變彩色：省斗中初三高ㄧ

1. 上圖 , 民國 57   年初三 1 班 , 左一陳調鋌 .
2. 右圖 , 民國 58 年高一 11 班 , 草嶺生物標   本採集隊 .
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      2.台灣半導體 50年

1.1960 後段封裝 ( 飛利浦 )
2.1976 工研院電子所引進 RCA 7.5  微米 CMOS 製程
3.1980 新竹科學園區 , 聯華電子
4.1984 日月光 , 矽品
5.1987 台積電 , 聯發科 , 華邦 ; 3.0 微米製程
6.1995 8 吋晶圓廠
7.2003 12 吋晶圓廠 90   奈米製程
8.2025  台積電寶山廠 2  奈米製程

2025台積電 2奈米



 
  
 

  台灣半導體產業的推手 :潘文淵

 台灣半導體產業的推手潘文淵（ 1912~1995）潘文淵博士一生沒有領過台灣的薪水、沒有受過台灣的教育、沒有在台灣定居，卻以滿腔愛國的熱忱，替台灣寫下第一份發展 IC 技術的計畫書。之後，為了落實這計畫，他提早從 RCA 普林斯頓實驗室總監的工作退休，轉而在台美兩地奔走，傾全力讓 IC 技術在台灣生根。由潘文淵領導的美國技術顧問委員會，從台灣決定發展 IC 技術開始，一直為工業技術研究院的科技研發方向和進度，提出真誠、準確的指引。在 TAC 期間，潘文淵先後輔助王兆振、方賢齊、張忠謀、林垂宙、史欽泰等五位工業技術研究院院長，以及康寶煌、胡定華、史欽泰、章青駒、鄭瑞雨等電子所、電通所所長。潘文淵與費驊共同創辦，兩年一度、獲悉美國最新科技發展和趨勢訊息的「近代工程技術研討會」，在 1960 年代到 80 年代，是台灣工程師們爭相參加的尖端技術研討會之ㄧ。   劉兆玄

https://www.youtube.com/watch?v=NMtv7xTCpig


       造山者 : 65  年電子所 引進 RCA                                                                                製程 紀錄片
                

 謝錦銘 成大物理系
IC  設計 台灣第一顆

https://www.google.com/search?q=%E9%80%A0%E5%B1%B1%E8%80%85%E9%A0%90%E5%91%8A%E7%89%87&newwindow=1&sca_esv=b2c6ee92b0af8145&sxsrf=AE3TifMPKlbn9ZVqf9UbaIaZwpouqHpjxA%253
https://www.facebook.com/twmovies/videos/%EF%B8%8F%E9%80%A0%E5%B1%B1%E8%80%85%E4%B8%96%E7%B4%80%E7%9A%84%E8%B3%AD%E6%B3%A8%E6%AD%A3%E5%BC%8F%E9%A0%90%E5%91%8A/1439410497216208/


 
  
 

1978電子所示範工廠 ( 首批電子表 )

1.音樂卡銷售 : 6M*10USD*40NT=2400M NT=24億台幣
2. IC        成本 : 6M*0.1NT＝ 0.6M NT = 60  萬台幣



 全球半導體競爭分析



台灣半導體舉足輕重



1. 台灣全球排名 : 全球 1( 台積電 )-4( 聯電 )-8(世界先進 )-10( 力積電 )
2. 2025   台積電 : 1225.43  億美元 (38130.47億元台幣 )



1. 聯電集團 : 全球 5( 聯發科 )-7( 瑞昱 )-9( 聯詠 )
2. 2025 聯發科 191.17  億美元 (5948億元台幣 )
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   EDA是什麼？
        
    

    
     
 
    



 
  
 

            CMOS 剖面圖 vs    佈局圖

CMOS 中文為互補式金屬氧化物半導體（ Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）



HDL  硬體描述語言數位 IC設計流程

邏輯設計

實體設計



     Adder  加法器 : 邏輯設計

(a).HDL view                                               (b).logical view
     (硬體描述語言層次 )                                  (邏輯層次 )



     Adder  加法器 : 實體佈局設計

(a).transistor view                     (b).layout view
     ( 電晶體層次 )                           (佈局層次 )



 
  
 

    Calibre DRC/LVS sign-off
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台積電全球研發中心

台積電在新竹縣寶山鄉，興建的全球研發中心， 07/28舉行盛大啟用典禮，台積電計畫將此研發中心打造成台灣貝爾實驗室，致力於更先進製的半導體製程及各項前瞻技術的基礎研究。估計號召
8000名研發人員，這群研發大軍將成為台積啟動全球布局的強大後盾。



 
  
 

 先進製程晶圓代工 -台積電

蝕刻 黃光微影 光刻 氧化 擴散 薄膜製程蝕刻蝕刻

晶圓允收測試晶圓分類晶圓切割

黏合 包裝 最終測試

IC橫截面



 
  
 

台積電製程開發 :良率提升曲線

1.關鍵 1：製程領先和獲利投入研發的反覆疊代
2.關鍵 2：提早新技術導入 (包含 EUV)
3.關鍵 3：紮實的製程參數實驗和執行
4.台積電從 28奈米到 7奈米的量產速度的驚人進步。
    這種內化研發和執行能力，也是和競爭對手最大差距所在，競賽中獲得領先的關鍵。



2002浸潤式微影技術 :林本堅
1. 光學微影是半導體關鍵技術，林本堅被稱為微影技術的先驅者，高階製程所用的浸潤式微影技術
  來自他的發明；也是中研院第一位產業界出身的院士。
2.2002從 0.13微米 90奈米到 65奈米，出現撞牆期， 157奈米波長光刻技術 Optical Lithography
  走到山窮水盡。
3. 以水為介質創造短波長，「 193 奈米光波，透過水的折射率 1.44 ，把它一除就得到 134 奈米波長
  的光。」把原本討論的 157 奈米都丟一邊了，全部圍繞在 193 奈米浸潤式的話題上。
4.浸潤式微影 Immersion Lithography技術，讓摩爾定律在 55奈米製程之後仍得以沿續，更讓台積
  電成長三個世代技術領先的優勢。
5.改變半導體技術路徑，讓 Intel 及 ASML 、 Nikon 等巨頭，捨
   棄耗費逾 10億美元和數年的研究心力，跟台積電一起轉彎。
6.  全球半導體製程得以往下推進 6  到 7  個世代，約 14 年時光
 ，台積電躋身一線大廠、主導業界規格。
7. 台積電張忠謀曾稱，沒有林本堅及其團隊，「台積電的微影 ,不
   會有今天這規模。」



 半導體元件教父施敏 1936-2023
1.1967-1969 年所撰寫的《半導體元件物理學》，起先用於交大電子研究所上課講義，很快受到全球矚目，翻譯成 6 國語言、發行超過 300萬冊，被全世界半導體和積體電路領域師生、研究人員及相關產業不斷地引用，成為全球最暢銷的「半導體界聖經」。
2.施敏是國際知名大師，也是世界級的專家學者， 1967 年他與韓籍同事姜大元在休息時吃甜點，看到一層層的起士蛋糕觸發靈感，兩人著手開發出「浮匣非揮發性半導體記憶體」，這項創新研發與後續所衍伸的應用級產業發展，對人類生活產生深遠的影響。



 
  
 

台積電新封裝技術 CoWoS及 InFO

1. 台積電全新封裝技術 CoWoS 以及 InFO ，就是將 LOGIC 晶片和 DRAM 晶片
    放在 interposer 上，然後封裝在基板上（ Chip On Wafer On Substrate）
2. 台積電對 CoWoS 技術做了簡化，降低了成本，設計出 InFo 封裝技術滿足蘋果需求
3. CoWoS 以高效能為訴求，適用於 HPC 技術平台
4. InFO適用於以中高階智慧型手機為主的 Mobile 技術平台

AMD,NVIDIA..
(縮小 600倍 )

Apple iPhone..

https://www.youtube.com/watch?v=NbI_0KO2PAE


 
 

5.  結論
1.省斗中初高中 ,扎實的數理化基礎科學教育。
2. 65年大學畢業 ,適逢台灣引進 RCA半導體技術。
3. EDA軟體是晶片設計的上游核心產業。
4. TSMC 先進製程 , 全球市佔率 95+% 以上。
    



 祝福斗高學弟妹：比學長更厲害！
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